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Beschreibunq 

Leiterplatte, Kunsts.tof f spritzteil mit Leiterplatte bzw. 
5. Verfahren zu deren Herstellung 

Gebiet der Erfindmig 

10 

Die Erfindung bezieht aich auf eine Leiterplatte, auf.ein 
Kunststoff spritzteil mit einer Leiterplatte bzw. auf ein 
.Verfahren zu deren Heratellung, 

Hinterqrund der Erfindung • " 

An Sensoren beispielsweise Vibracionssenspren und 
20 Fiillstandsmessgeraten ist an einem eigentlichen Senaorelement 
ein Geh^use angesetzt, wobei in dem GehSuse eiektronische 
Komponenteh zur Steuerung und/oder Auswertung von Signalen 
des Sensors auf genommen sind. Die elektronischen Komponenten 
sitzen ublicherweise auf einer Leiterplatte, welche " 
25 Kontaktelemente zum AnschlieBen eines Gegenkontakteleitients • 
aufweist. Das Gegenkontaktelemeht kann zu weiteren 
Komponenten innerhalb dieser Anordnung oder zu einer externen 
Anordnung fuhren- Wichtig ist, dass die elektronischen 
Komponenten dicht umschlossen sind, d. h. zumeist 
30 flUssigkeits- und staubdicht umschlossen sein sollen. 

Bekannt ist eine Leiterplatte mit zumindest einem bzw. 
mehreren Kontaktelementen zum AnschlieJien jeweils eines 
Gegenkontaktelements, wobei das Kontakt element an der 
35 Leiterplatte befeatigt ist. Um emen gewissen Schutz zu 

bieten, ist auch das Umgielien von Leiterplatten mit einem 
sogenannten "hotmelt " -Verguss bekannt, wobei die dabei 



2 



aufgetragene Kunststof f schicht nur bis BO^'C 
temperaturbestandig ist und weder hohe chemische noch hohe 
mechanische Festigkeiten aufweist. Vor dem Umgiefien werden 
die Kontaktelemente an der Leiterplatte bzw. einem 
5 entsprechenden Leitermaterial befestigt. Dies erfolgt 
beispielsweise durch das Einpressen von . durchstoftenden 
Kontaktelementen oder durch Einkleben dex durchstoBenden 
Kontaktelemente, welche 2. B. zur Adaption eines 
kundenseitigen Steckera ala Gegenkontakt element benStigt 

10 werden. . Diese Leiterplatte dieht innerhalb des Gehauses 

angeordnet zum Anschliefien von Elektronikkomponenten fur sine 
Signal auswertung von beispielsweise einem 
Fiillstandsmessgerat, wobei die Elektronikkomponenten 
ebenfalls in dem Gehause aufgenommen werden. 

15 - / ■ ' : 

Eine Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Leiterplatte 
mit Kontaktelementen und einer Kunststof f schicht hinsichtlich 
dsr Bestandigkeit und des Schutzes gegenviber aulieren 
Einflussen zu verbessern. 

20 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein Kunststof fspritzteil 
mit einer splchen Leiterplatte auf einfache Art und Weise 
herzustellen und zugleich einen verbesserten und insbesondere 
dauerhafteren Schutz gegenuber aulieren EinflQssen zu 
25 ermoglichen. . ' 

Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zum 
Herstellen einer solchen Leiterplatte bzw. eines solchen 
Kunststoffspritzteils vorzuschlagen, welches eine mdglichst 
30 einfache Herstellung ermdglicht. 

Diese Aufgabe wird gelost durch eine Leiterplatte bzw. einen 
TrSger mit zumindest einem Kontaktelement zum AnschlieBen 
eines Gegenkontakt elements, wobei das Kontaktelement an der 
35 Leiterplatte befestigt ist, und mit einer Kunststof f schicht , 
welche auf zumindest einer Seite des Tragers bzw. der 
Leiterplatte aufgebx'acht ist, wobei das Kontaktelement von 
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dem Trager aus durch die Kunststof f schicht hindurchfiihrt und 
aus dieser Kunststof f schicht zum Anschlielien des 
Gegenkontakt element 3 herausragt.- 

5 AuBerdem wird die Aufgabe geldst durch ein 

■ Kunststof fspritzteil mit einem Trager bzw, einer 
Leiterplatte, die zumindest ein' Kent akt element zum 
Anschlielien eines Gegenkontaktelements aufweist, wobei das 
Kontaktelement an dem Trager bzw. der Leiterplatte befestigt 

10 .ist, und mit einer Kunststof f schicht , welche auf zumindest 
einer Seite des TrSgers bzw. der Leiterplatte ■ auf gebracht 
ist, wobei das Kontaktelement von dem Trager bzw. der 
Leiterplatte aus durch die Kunststof f schicht hindurchfuhrt - 
und aus dieser Kunststof f schicht zum Anschlielien des 

15 Gegenkontaktelements herausragt^ 

Verfahrensgemaii wird die Aufgabe gelost durch ein Verfahren 
zum teilweisen Uitispritzen eines TrSgers bzw. einer 
Leiterplatte, die zumindest ein Kontaktelement aufweist, 

20 wobei zum Umspritzen Kiinststof f verwendet wird und wobei 
verf ahrensgemaiS das Kontaktelement am Trager bzw. an der 
Leiterplatte angelotet wird und- danach der Trager bzw. die 
Leiterplatte derart mit dem Kunststof f umspritzt wird, dass' 
das Kontaktelement von dem Trager bzw. der Leiterplatte aus 

25 durch den Kunststoff fuhrt und zum Anschlielien eines 

Gegenkontaktelements aus dem Kunststoff bzw. aus dessen 
Oberflache herausragt. . 

Gemali einer Vielzahl besonders bevorzugter ^Ausftihrungsformen 
30 ist diese Anordnung bzw.. Verfahrensweise vorteilhaft 
auagestaltbar . 

Vorteilhafterweise kann die Kunststof f schicht ein- oder 
beidseitig.auf den Trager aufgebracht sein bzw. werden. 
35 Besonders bevorzugt wird eine Kunststof f schicht aus einem 
thermoplastischen Material ale Kunststoff mit einem 
Schmelzpunkt hoher 80°C, insbesondere hoher 100 °C, wobei ein 
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thermoplastisches Material mit einem Schmelzpunkt hoher 350°C- 
besonders bevorzugt wird, da dies eine hitzefeste und 
dauerhafte Abschirmung mit vorteilhaf ten 

Kunststof fmaterialien ermoglicht. Vorteilhaf terweise besteht 
5 die Kunststof fschicht aus einem thermoplastischen Material 
mit. einer Spritzgusstemperatur zwischen etwa 250 bis 410 °c/ 
insbesondere zwischen 370** C und 410 ""C^ so dass ein Anloten 
des zumindest einen Kent akt elements an der Leiterplatte 
mittels eines Hochtemperaturlots in Kombination mit dem 
10 Aufspritzen einer solchen Kunststof fschicht ermoglicht wird. 

Bevorzugt wird eine Leiterplatte, bei der das Kontaktelement 
an der Leiterplatte angelotet ist bzw. in einer 
Durchgangs5f fnung der Leiterplatte eingelotet ist, da dies 
15 eine besonders einfache Art der Befestigung ist, welche 

• aufterdem eine gute .Haltbarkeit gegen Verbiegen oder axiales 
Verschieben bietet. Besonders bevorzugt wird, wenn das 
Kontaktelement an der Leiterplatte mit einem 
Hochtemperaturlot, insbesondere Hochtemperaturweichlot mit 

20 einer Schmelztemperatur hfiher 200 **C, Insbesondere h5her 230 
angel5tet ist bzw. wird. Dies erm5glicht ein anschliefiendes 
tiberspritzen der Leiterplatte und des Lots mit einem 
thermoplastischen Material, welches eine Schmelztemperatur . 
h5her als 200 ''C oder gar hoher als 350*^0 aufweist und 

25 optional eine Spritzgusstemperatur niedriger als der 
Schmelztemperatur des Hochtemperaturlots aufweist. 

Insbesondere fur die Beschichtung mit einem thermoplastischen 

• Material wird vorteilhaf terweise eine Leitearplatte aus einem. 
30 Epoxid-Glashartgewebe mit vernetztem Harzsystem verwendet. 

Zum Verbinden des zumindest einen Kontaktelement a mit einem 
weiteren Kontaktelement oder sonstigen elektrischen oder 
elektronischen Komponenten dienen in afalicher Art und Weise 
35 Leiter bzw. Leiterbahnen, die auf der Oberflache des Tragers 
angeordnet sind. Vorteilhaf terweise werden ein solcher Leiter 
und ein dazu benachbarter Oberf lachenbereich der Leiterplatte 
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von der Kimststoffschicht abgedeckt. Die .Kunststof f schicht 
muss somit nicht die gesamte. Oberf lache der Leiterplatte 
abdecken/ sollte aber vorzugsweise wesentliche oder alle auf 
der insbesondere aufienseitigen Oberfiache der Leiterplatte 
5 angeordneten elektronischen Komponenten und Leiter abdecken. 

Besonders bevorzugt werden AusfUhrungsf ormen, bei denen die 
Leiterplatte bzw. der Trager eine Durchgangsbohrung 
' aufweisen, an bzw. in. welcher das Kontaktelement angelOtet 
. .10 ist, wobei auf den. beiden einander gegenUberliegenden 

Oberf lachen der Leiterplatte im Bereich der Durchgangsbohrung 
eine seiche Kunststof fachicht aufgebracht ist bzw. 
aufgebracht wird. Insbesondere beitn Aufbringen bzw. 
Auf sprit zen der Kunststof f schicht unter hohem Druck wird 
15 durch das beidseitige, insbesondere gleichzeitig beidaeitige 
. Aufspritzen des Kuststoffs eine Beschadigung des Lots im ' 
. Bereich der Durchgangsbohrung vermieden. 

Kurze Beschreibung der Zeichnuncf 

20 

Ein Ausfuhrungsbeispiel wird nachfolgend anhand der Zeichnung 
naher erlautert. 



Ea zeigen: 

25^' 

Fig. 1 eine seitliche Schnittansicht einer Leiterplatte 
mit eingesetzten. Kontaktelementen, wobei die 
Leiterplatte teilweise mit Kunststof f umspritzt 
ist; 

30 . . • 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Anordnung gemaii Fig, 1 in 
teilweiser Schnittdarstellung; und 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines GehSuseteils mit 
35. einer in Kunststof f eingespritzten Leiterplatte, 

wobei der Kunststoff zugleich zuiri Ausbilden einer 
Gehausewand verwendet ist. 
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Detaillierte Beschreibung eines erf inderischen 
Ausf uhrungsbeispiels . 

5 Wie aus den Piguren 1-3 ersichtlich, sind an einer 
Leiterplatte 1 Kontaktelemente 2 befestigt. Die 
Kpntaktelemente 2 sind mit einem vorderseitigen Endabschnitt 
20 durch jeweils eine Durchgangsof fnung 10 in der 
Leiterplatte bzw. dem Tragermaterial 1 hindurchgefuhrt • Zur 
10 Befestigung sind die Kontaktelemente 2 in den 

Durchgangsof fnungen 10 mit Lot 11 festgelotet. Das Lot 10 
ragt. teilweise in die Durchgangsof fnung 10 hinein oder auch 
durch diese zur anderen Seite der Leiterplatte 1 hindurch. 
. Als Lot wird yorzugsweise ein Hochtemperaturlot verwendet. 

• 15' 

. Die Kontaktelemente 2 dienen in Art von Kontaktstif ten zum 
AnschlieUen eines Gegenkontakt 21, beispielsweise eines 
Gegenkontakts .21 in Art einer Buchse, welche auf das 
. Kontakt element 2 aufgesteckt wird. Urn an dem Gegenkontakt 21 

20 angeschlossenen elektronische Komponenten mit weiteren 
elektronischen Komponenten zu verbinden, sind die 
Kontaktelemente 2- Qber das Lot 11 mit einer Leiterbahn als 
Leiter 12 verbunden,. wobei die Leiterbahn 12 in ublicher Art 
und Weise auf der Oberf lache der Leiterplatte 1 angeordnet 

25 ■ und befestigt ist. An die Leiterbahn 12 kcfinnen elektronische 
Komponenten angeschlossen sein, welche direkt auf der 
Leiterplatte 1 angeordnet und ggf . umspritzt eind. Bei der " 
dargestellten Ausfuhrungsform sind an die Leiterbahnen 12 
weitere Kontaktelemente 2* . angeschlossen. Diese weiteren 

30 Kontaktelemente 2* dienen wiederum als Kontaktstif te zum 
Anschluss entsprechender Gegenkontaktelemente. 

Die Anordnung aus der Leiterplatte 1 bzw. dem Trager und den 
daran befestigten Kontaktelementen 2, 2* ist mit einem 
35. Kunststoff 3 zumindeat teilweise umspritzt. Der Kunatatoff 
ist bei der dargestellten Ausfuhrungsform als unterseitige 
Kunststof fschicht 30 auf eihe erste Seitenflache der 
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Leiterplatte 1 aufgespritzt, wobei diese Seitenflache der 
Leiterplatte 1 vollstandig von der unterseitigen 
Kunststof f schicht 30 iiberzogen ist. Aufterdem ist auf die 
gegenuberliegende Seite der Leiterplatte 1 abschnittsweise 
5 eine oberseitige Kunatstoff schicht 31 aufgebracht bzw. 
aufgespritzt , Wie dargestellt, deckt die oberseitige 
Kunststof f schicht .31 Bereiche der Leiterplatte 1 ab, in 
• welchen sich elektrische Komponenten wie die Kontaktelemente 
2 sowie die Durchgangsof fnungen 10 zu der gegeniiberliegenden 
10^ Seite der Leiterplatte 1 befinden. 

Zum Ausbilden eines Geh^uses 33 ragt von dem Kunststoff ^ mit 
welchem die Leiterplatte 1 umspritzt ist, Kunststof f seitlich 
weg,.welcher eine Seitenwand 32 ausbildet. Durch eine seiche 

15 Anordnung wird ein Geh^use 33 zur Aufnahme von elektronischen 
Komponenten auegebildet, wobei die elektronischen Komponenten 
innerhalb des durch die Leiterplatte 1 und die Seitenwand 32 
gebildeten Raums aufgenommen werden, Der Anschluss solcher 
elektronischer Komponenten erfolgt uber die 

20 Gegenkontakteletnente 21, welche an die Kontaktelemente 2 
arigeschlossen werden. Das derart ausgebildete Kxinststoff- 
Spritzteil bildet somit ein Gehause 33 aus, wobei samtliche 
elektronischen Komponenten einschliefilich der Leiterplatte 1 
vollstandig von Kunststoff 3 Umschlossen sind. 

25 ' 

Urn den Anschluss der Gegenkontaktelemente 21 an die 
Kontaktelemente 2, 2* zu er;m5glichen/ erstrecken sich die 
Kontaktelemente 2, 2* seitlich von der Leiterplatte 1 so weit 
weg, dass die Kontaktelemente 2, 2* mit ihren aulienseitigen 

30 Endabschnitten aus dem Kunststoff 3, 30, .31 herausragen und 
kontaktierbar sind. Verf ahrensgemSli wird daher nach dem 
Befestigen, insbesondere Anloten der Kontaktelemente 2, 2* an 
der Leiterplatte 1 der Kunststoff 3 so aufgespritzt , dass die 
von der Leiterplatte 1' abgewandten Enden der Kontaktelemente 

35 2,2* ohne Kunststof fiiberzug aus der entsprechenden 
Kunststof f schicht 30,. 31 herausragen- 
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Gemaft einer besonders bevorzujgten Ausf iihrungsf orm wird der 
Kunststoff 3 auf der Seite der Leiterplatte 1, welche dem 
Raum zugewandt iBt, der von djer Seitenwand 30 umgrenzt wird, 
nur in Bereichen auf die Leitierplatte 1 aufgespritzt , in 
5 denen sich elektronische Komponenten, Kontaktelemente 2 

und/oder Durchgangs5f f nungen ilO befinden. Dabei erfolgt das 
Aufspritzen der Kunststoff scHicht 31, 30 im Bereich von 
Durchgangsoffnungen 10 vprteilhafterweise nicht nur 
beidseitig sondern auch zur gleichen Zeit, um Beschadigungen 
10 .des Lots 11 iiti Bereich der Durchgangsoffnungen 10 wahrend des 
Auf apritzens. unter hohem Druc^ zu vermeiden, 

Als Kunststoff wird bevorzugt | ein thermoplastisches Material 
verwendet, um eine besonders |gute Dichtigkeit gegenuber 
15 FlUssigkeiten und Staub zu erzielen und um zugleich ein gegen 
mechanische Einwirkungen robilistes Material fiir das Gehause 33 

zu verwenden. Gemali erster Versuche wurde als Kunststoff ein 

'I 

Polyetherimid (PEI) verwendetj. Naturlich kann auch ein 
anderer Kxinststoff insbesondere dieser Klasse zum Einsatz 

20 kommen, beispielsweise PSU, PES, PPSU/ PPS etc. Bei all 
diesen Kunstetof fen handelt es sich um Thermoplaste mit 
besonders vorteilhaf ten Eigen|schaf ten. Die Schmelztemperatur 
liegt bei dem besonders bevoijzugten Kunststoff je nach 
Bauteilausfahrung/ d. h, Dickp und Dimensionierung der 

25 Gehausewand 32 und Geometrie ides Gehauses vorzugsweise 
zwischen 370°C und 410°C. Jedioch k5nnen auch andere 
Kunststoff e mit hoheren oder jniedrigeren. Schmelztemperaturen . 
eingesetzt werden. Bei dem be;vorzugt verwendeten Kunststoff 
PBI liegt die Sprit ztemperatUr bei 370'C - 410'*C. GegenUber 

3 0 dem hotmelt-Verf ahren, bei welchem mit Niederdruck im Bereich 
von 2 - 40 X 10^ Pa urid der Tpmperatur der Schmelze von ca, 
200*'C gearbeitet wird, erfolgt das Aufspritzen des 
Kunststoffs gemaii dem bevorzjigten Verfahren unter Driicken von 
bis zu 1500 X 10^ Pa und mehr! 



Aufgrund der hohen Drucke beilm Aufspritzen werden Bereiche 
der Leiterplatte 1 mit Lotstellen, insbesondere mit Lot 11 im 
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Bereich von Durchgangsof fnungjen 10 beidseitig uraspritzt, d. 
h, sowohl von der Ober- als a|Uch von der Unterseite der 
■■ Leiterplatte . 1 gleichzeitig, jso dass Beschadigungen der 
LGtstellen durch den hohen Splritzdruck veritiieden werden. 

■ |- :• ■■■■■ 

Damit mit derart hohen Tempexjaturen gearbeitet werden kann, 
wird bevorzugt ein Leiterplatjtenwerkstof f verwendet, welcher 
eine hohe Temperaturbestandigjkeit aufweist. Vorteilhaft hat 
sich dabei ein Epoxid-Glashartgewebe gezeigt, insbesondere 
10 ein solches Epoxid-Glashartgdwebe mit vernetztem Harzeystem 
und mit einer Glasubergangst^mperatur grofier 150 "C. 

. i • * 

Wegen der sehr hohen Temperatjuren der Kunststoffschmelze beim 

Aufspritzen des Kunststoffs wird vorzugsweise ein 
15 . Hochtemperaturweichlot verwendet » Bevorzugt wird dabei eiri 

Hochtemperaturweichlot mit einer Schmelztemperatur hoher 

200''C, insbesondere hoher 23G°C oder 235°, bei dem besonders *, 
"bevorzugten Kunststoff, Aufgrund der kurzen Kontaktzeit mit 

der heilien Schmelze und der raschen Abkiihlung binnen Sekunden 
20 wird das Lot nicht aufgeschmcplzen oder zuraindest nicht 

vollstSndig aufgeschmolzenr obwohl die Kunststoffschmelze 

wesentlich heilier ist.' : 

i 

Bei Verwendxing anderer Materialien werden die Materialien der 
25 . iibrigen Komponenten mit entsprechend geeigneten Werten 

verwendet - . ! 

I ■ . 

• I 
Halbleiterkomponenten, welche aufgrund der hohen Temperaturen 
der Kunststoffschmelze beim Aufspritzen nicht komplett 

3 0 umspritzt werden konnen, k6nnen vorteilhaf terweise auf 

Bereichen der Leiterplatte 1 • angeordhet werden, welche von 
Kunststoff nicht umspritzt sind. Insbesondere die 
Kontaktelemente 2, 2*, die Loiter 12 und das Lot 11 konnen 
jedoch aufgrund der ausreichenden HitzebestSndigkeit komplett 

35 umspritzt werden- 
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Auf diese Art und Weise ist etLn Kiinststof f spritzteil als 
GehSuse 33 zum dichten Aufnehmen von elektronischen 
Komponenten herstellbar. Nach dem Einsetzen elektronischer 
- Komponenten kann- das Gehause idurch einen entsprechenden 
5 . Deckel Oder ein f ortgesetztesj Umspritzen mit einer 

entsprechenden zus^tzlichen Bandung aus Kunststof f dicht • 
geschlossen werden. Durch.derJ Einsatz eines thermoplastischen 
Kunststof fmaterials und das Umspritzen der Leiterplatte mit 
' den Kontaktelementen, welche inneriseitig -und aufienseitig aus 
10 .dem Kunststof f herausragen, vird ein Gehause 33 



bereitgestellt , welches auch 



Verschieben relativ zur Wand 



hbhen mechanischen Anforderungen 



genugt. Die Kontaktelemente sind gegen Verbiegen oder axiales 



des Gehauses gesichert. Aufierdem. 



bietet das Gehause eine f lussigkeitsdichte und staubdichte 
15 Ummantelung des Innenraums mit elektronischen Komponenten; 

Vorteilhaf terweise werden bei dieser Ausfiihrung keine Kleber 

Oder Dichtmittel eingesetzt^ : welche Bestandigkeitsprobleme 
• • .beim Einsatz des Gehauses in .Verbindung mit z. B. einem 

Fiillstandsmessgerat hervorrufen wurden. Aufgrund der 
2 0 einfachen Verfahrensweise isti auch eine kostengunstige 

Fertigung des Kunststof f-Spritzteils mit der derart 

umspr it zten Leiterplatte m5glich- 
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Patentanspriiche 



' 1. Leiterplatte mit 

- zumindest einem Kontaktelerrient zum Anschliefien eines 
5 Gegenkontaktelements, wobei das Kontakt element an der 

Leiterplatte befestigt ist, und . • 

- einer Kunststof f schicht , wdlche auf zumindest einer Seite 
der Leiterplatte aufgebracht ist, 

- wobei das Kontaktelement von der Leiterplatte aus durch die 
10 Kunststof f schicht hindurchfaiirt und aus dieser 

Kunststoff schicht zum Anschlieflen des Gegenkontaktelements 
herausragt. : 

■ . ... i ' ; " - " 

- 2. Leiterplatte nach Anspruch 1, bei der die Kunstoff schicht 
15 ein- Oder beidseitig auf der j Leiterplatte aufgebracht ist: 
■ . . ■ . ■ j 

3, Leiterplatte nach Anspruclli 1, bei der die 
Kunststof f schicht ein thermoplastisches Material mit einem 
Schmelzpunkt zwischen 250'C liind 450°C ist., bevorzugt 
20 zwischen 350° bis-410.°C ist! 



4. Leiterplatte nach Anspruch 3, bei der die 

i • - 

Kunststof f schicht ein thermoplastisches Material mit einer 
mit einem Schmelzpunkt zwiscixen 350°C und 410''C ist. 



5. Leiterplatte nsch Anspruch 1, bei der das Kontaktelement 
an der Leiterplatte angelotet ist. 

! 

6. Leiterplatte nach Anspruch 1,. bei der das Kontaktelement 
3 0 an der Leiterplatte mit einem Hochtemperaturlot mit einer 

Schmelztemperatur hdher 200 ^C, insbespndere h5her 230" 
angel5tet ist. 

I 

7. Leiterplatte nach Anspruch 3, bei der. das Kontaktelement 
35 an der Leiterplatte mit einem Hochtemperaturlot mit einer 

Schmelztemperatur hoher 200 'C, insbesondere h5her 230** 
angelotet ist. 



t it) I I 



12. 



6- Leiterplatte nach Anspruch! 1', bei der die Leiterplatte aus 
einem Leiterplattenwerkstof f |nit einer Tetnperaturf estigkeit 
hbher. -lOO^C, insbesondere hohjer. ISC'C besteht. 



9. Leiterplatte nach Ansprucd 1, .bei der die Leiterplatte .aus 
einem Epoxid-Glashartgewebe njit vemetztem Harzsystem 
besteht . i 

■ . . . ■ .- ' " 

10 ' 10. Leiterplatte nach Anspjnich 1, bei der zumindest ein 

. Leiter auf einer Oberflache der Leiterplatte angeordnet ist 

und die Kunststof f schicht deri Leiter und einen dazu 

benachbarten Oberf ISchenbereich der Leiterplatte abdeckt, 

15 11. Leiterplatte nach Anspruch 7/ bei der zumindest ein 

Leiter auf einer Oberflache 'der Leiterplatte angeordnet ist 

■ I ■ . ■ ■ ■ 

und die Kunststof f schicht deri Leiter und einen dazu 

benachbarten Oberf iSchenbereich der Leiterplatte abdeckt. . 

j ■ ■ 

i 

20 12. Leiterplatte nach Anspruch 1, bei der die Leiterplatte 
eine Durchgahgsbohrung aufweist, an welcher das 
Kontaktelement angelbtet ist^j und bei der auf den beiden 
einander gegenQberliegenden Oberf iSchen der Leiterplatte im 
. Bereich der Durchgangsbohrung eine aolche Kunststof f schicht 

25 aufgebracht ist. < ' .i 

I • 

13. Leiterplatte nach Anspruch 11, bei der die Leiterplatte 
eine Durchgangsbohrung aufweist, an welcher das 
Kontaktelement angel5tet ist] und bei der auf den beiden 

30 einander gegenliberliegenden (Dberflachen der Leiterplatte im 
Bereich der Durchgangsbohrung eine solche Kunststof f schicht 
aufgebracht ist . . ! 

i 

14. Leiterplatte nach Anspruch 1, 

35 - bei der die Kunstoff schicht ein- oder beidseitig auf der 
Leiterplatte aufgebracht ist', 

- bei der die Kunststof f schicht ein therraoplastisches 
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Material mit einem Schmelzpunkt 
haher 350'C ist, 

- bei der das Kontaktelement an 
•ist, 

- bei der die Leiterplatte aus einem Epoxid-Glashartgewebe 
mit vernetztem Harzsystem besteht und 

- bei der zumindest ein Leiter auf einer Oberflache der 



haher 80**C, insbesondere 
der Leiterplatte angelotet 



Leiterplatte angeordnet ist und 



Leiter. und einen dazu benachbjarjten Oberf lachenbereich der 
10 Leiterplatte abdeckt. 

15. Kunststoffapritzteil mit 

- einer Leiterplatte, die zumindest ein Kontaktelement zum 

'Anschlielien eines Gegenkontaktelements aufweist, wobei das 

l' ' 
15 Kontaktelement an der Leiterplaltte befestigt ist, und 

-'einer Kunststof f schicht , welche auf zumindest einer Seite 

der Leiterplatte aufgebracht [ist, 

- wobei das Kontaktelement von 
Kunststof fschicht hindurchfuhrt! und aus dieser 

20 Kunststof fschicht zum Anschliefien des Gegenkontaktelements 
herausragt . 



die Kunststof fschicht den 



16 . Kunststof fspritzteil nacljx 
Kunststoff von der Kunststof 
25 eines Gehauses seitlich weg 
Kunststof fschicht und die 
Material gefertigt sind. 



der Leiterplatte aus durch die 



Anspruch 15, bei dem sich 
fschicht aus als Gehausewand 
er^treckt und die 

aus dem gleichen 



Gehausewand 



17/ Kunststof f-Spritzteil nach 

L 



Anspruch 15, bei dem 



- die Kunstof fschicht ein- oder beidseitig auf der 
Leiterplatte aufgebracht ist; 

- bei dem die Kunstatof fschicht ein thermoplastisches 
Material mit einem Schmelzpuikj hoher 8 0*^0, insbesondere 
hoher 350*C ist, . 

- bei dem das Kontaktelement 
ist, 

^ bei dem die Leiterplatte aus 



an der Leiterplatte angelotet 
einem Epoxid-Glashartgewebe 



10 



15 



20 



25 



14 



mit vernetztem Harzsystem besjte'ht und 

- bei dem zumindest ein Leiter auf einer Oberflache der 
Leiterplatte angeordnet ist und die Kunststof f schicht den 
Leiter und einen dazu benachbarten Oberf l^chenbereich der 
5 Leiterplatte abdeckt. 

18. Verfahren zum zumindest tleilweisen Umspritzen einer 



Leiterplatte, die zumindest e 



- danach die Leiterplatte mit 
wird, dass das Kontakt element 
den Kunststof f fiihrt und zum 
Gegenkontaktelements aus dem 



in Kontakt element aufweist, mit 



Kunststof f, wobei bei dem Verfahren ■ 

- das Kontaktelement an der I'eiterplatte angelbtet wird und 



dem Kunststoff derart umspritzt 
von der Leiterplatte aus durch 
'Anschlielien eines 
Kianatstoff herausragt. 



19. Verfahren nach Anspruch 18, bei dem das Kontaktelement in 
einer Durchgangsbohrung der Beiterplatte angelotet ist und 
der Kunststoff als Kunststof f schicht auf den beiden einander 
gegeniiberliegenden Oberfiachen der Leiterplatte im. Bereich 
der Durchgangsbohrung gleichzeitig aufgespritzt wird, 

20- Verfahren nach Anspruch ].8, bei dem ... 

- als Kunststoff ein thermoplastisches Material mit einer 



Schmelztemperatur hoher SO^C 



insbesondere h6her 100*'C, 
insbesondere hoher 350° Cverwendet wird, 

zum Anloten des Kontaktelements. ein Hochtemperaturlot mit 
einer Schmelztemperatur hoher '200 insbesondere h6her 235*'C 
verwendet wird und 

- eine Leiterplatte aus einem Leiterplattenwerkstof f mit 

j. . . . 

30 einer Bestandigkeit groiier 150 °C verwendet wird. 



15. 



Zusammenfassunq 

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplatte, auf "ein 
Kunststof f spritzteil mit einer Leiterplatte bzw. auf ein 
Verfahren zu deren Herstellunig; 

10 Die Erfindung bezieht sich auf : eine Leiterplatte mit 
zumindest einem Ko nt a kt element zuiti AnschlieJien eines 
GegenkontaktelementS; wobei das Kontakt element an der 
Leiterplatte befestigt ist,. .und einer Kunststof fschicht, 
welche auf zumindest einer Seite der Leiterplatte aufgebracht 

15. ist, wobei das Kontaktelement von der Leiterplatte aus durch 
die- Kunststof fschicht hindurchfiihrt und aus dieser . 
Kunststof fschicht zum Anschlielien des GegenkontaktelementS. 
■ herausragt. Die Erfindung bezieht sich aulierdem auf ein 
Kunststof f -Spritzteil mit einer solchen in Kunststoff 

20 eingespritzten Leiterplatte bzwi auf ein Verfahren zum 
Herstellen einer solchen Leiterplatte und zum Herstellen 
eines solchen Kunststof f-Spritzteils. 

Fig. 1 



